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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 40 425.8-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 27.Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Meinel, Knoll und Lokys

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschlul3 der
Prufungsstelle fur Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 5. Februar 2001 wird zurickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren zur Waferiden-
tifizierung in der Chipfertigung und Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens"
ist am 30. September 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht

worden.

Mit Beschlul3 vom 5. Februar 2001 hat die Prifungsstelle flr Klasse H 01 L des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurickgewiesen. Sie hat ihre
Entscheidung damit begrundet, dalR der Gegenstand des weiterverfolgten
ursprunglichen Anspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik nach der japa-
nischen Offenlegungsschrift 4-44207 mit zugehdrigem englischsprachigen
Abstract sowie den US-Patentschriften 5432 702 und 4 833 306 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Zurtickweisungsbeschluf® hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt
und mit der Beschwerdebegrindung vom 6. Juli 2001 geanderte Patentanspru-

che 1 bis 7 mit neuen Beschreibungsseiten 2, 2a, 2b vorgelegt.

Mit Schriftsatz vom 18. Marz 2002 hat die Anmelderin Entscheidung nach Akten-

lage beantragt.



Der der Entscheidung zugrundeliegende Patentanspruch 1 vom 6. Juli 2001 — ein-

gegangen am 12. Juli 2001 — hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Waferidentifizierung in der Chipfertigung unter
Einsatz einer Strichcodeleseeinheit, die eine Strichcodierung
auf Wafern (1) liest und die Information an eine Rechnerein-
heit zur Steuerung des Bearbeitungsprozesses fur die
Wafer (1) liefert, wobei:

- die Wafer (1) innerhalb einer Horde in Schlitzen unterge-
bracht sind,

- die Horde in eine Ladestation (6) vor oder an einer Bear-
beitungsmaschine eingelegt wird,

- die Wafer (1) zum Lesen der strichcodierten Daten mittels
einer Hebe- und Lesestation (4) einzeln lediglich angehoben
werden und sich bei der mittels der Hebe- und Lesestation
vor dem Bearbeitungsprozel® ausgeflhrten Identifizierung in
der Horde (2) befinden,

- die Wafer (1) wieder in die Horde (2) abgelegt werden und
- die Wafer (1) der Bearbeitungsstation einzeln zugefluhrt

werden."

Wegen der geltenden nachgeordneten Anspriche 2 bis 7 und der weiteren Einzel-

heiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Gegenstand des

der beantragten Entscheidung zugrundeliegenden Anspruchs 1 ist nicht patentfa-

hig.



1.) Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Waferidentifizierung in der
Chipfertigung unter Einsatz einer Strichcodeleseeinheit sowie eine Vorrichtung zur

Durchfuhrung dieses Verfahrens.

Dem Patentbegehren liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrich-
tung bereitzustellen, womit bei der Chipherstellung die Daten von Wafern zuver-
lassig und wirtschaftlich detektiert und einem Prozelleitsystem zugeflihrt werden
koénnen, vgl in der geltenden Beschreibung den die Seiten 2a, 2b Uberbrickenden
Absatz.

Gelost wird diese Aufgabe mit den Merkmalen gemal dem Verfahrensanspruch 1
bzw dem auf die Verfahrensanspriche 1 bis 3 zurlickbezogenen Vorrichtungsan-

spruch 4.

2.) Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist zwar neu. Seine Lehre beruht
jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit; vielmehr ergibt sie sich flr den
zustandigen Durchschnittsfachmann, einen mit der proze3gesteuerten industriel-
len Chipfertigung vertrauten, berufserfahrenen Physiker der Fachrichtung Halblei-
tertechnik mit Universitatsabschlul}, auf der Grundlage seines allgemeinen Fach-

wissens und seines Konnens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Aus dem englischsprachigen Abstract zur japanischen Offenlegungsschrift
4-44207 ist ein Verfahren zur Waferidentifizierung der Chipfertigung unter Einsatz
einer Strichcodeleseeinheit bekannt, die eine Strichcodierung auf Wafern liest und
die Information an eine mdglicherweise eingesetzte Rechnereinheit zur Steuerung
des Bearbeitungsprozesses fur die Wafer liefert. Dazu weist die Strichcodierung
zur automatischen |C-Waferidentifizierung auf den Wafern Informationen hinsicht-
lich des IC-Typs, der Los-Nummer, der Wafer-Nummer usw auf, die wahrend der
einzelnen Wafer-Fertigungs- und Testprozesse mittels Strichcodelesern gelesen
und bestatigt werden, um so eine Fehleranalyse bzw Gegenmalinahmen bei Feh-

lern wahrend des Prozesses schnell und angemessen durchzufuhren.



Daruber hinaus weild der Fachmann auch ohne ausdrucklichen Hinweis in dieser
Zusammenfassung, dal® bei einer derartigen automatisierten Chipfertigung die
Wafer schon aus wirtschaftlichen Grinden nicht einzeln zu den jeweiligen Bear-
beitungsstationen transportiert werden, sondern Ublicherweise innerhalb einer
Horde in Schlitzen untergebracht sind und die Horde in eine Ladestation vor oder
an einer Bearbeitungsmaschine eingelegt wird, aus der die Wafer der Bearbei-
tungsstation einzeln zugefuhrt werden, vgl zum Nachweis dieser fachnotorisch
bekannten Malinahmen in der industriellen Chipfertigung zB die og US-Patent-
schrift 4 833 306, siehe dort die in den Figuren1, 4 und 6 gezeigte Horde
(carrier 12 or 50) iVm Spalte 1 Zeilen 7 bis 36, insbesondere Zeile 32/33, bzw die
der Anmelderin aus dem parallelen europaischen Prufungsverfahren bekannte
US-Patentschrift 5 155 888, Spalte 1 Absatz 2 ("wafer boat").

Wenn nun die so in einer Horde transportierten Wafer vor dem Bearbeitungspro-
zeld — entsprechend der Lehre der og japanischen Offenlegungsschrift 4-44207 —
automatisch einzeln identifiziert werden sollen, um Fehler, zB Verwechslungen,
auszuschlie3en, missen die in der Horde dicht hintereinander gestapelten Wafer
zu ihrer ldentifizierung mangels Sichtbarkeit ihres Strichcodes notwendigerweise
einzeln angehoben werden, wobei es zum Lesen der Wafermarkierung offensicht-
lich genugt, die Wafer einzeln lediglich anzuheben und dann wieder in die Horde
abzulegen, wie dies im Ubrigen zB in der US-Patentschrift 5 155 888 ("semicon-
ductor wafer lifter") gelehrt wird, vgl dort Figur 1 bis 6¢ mit zugehdriger Beschrei-
bung, insbes Sp 2 le Abs bis Sp 3 2. Abs.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend vom nachgewiesenen Stand der Technik

ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Das Verfahren zur Waferidentifizierung in der Chipfertigung gemaR Anspruch 1 ist

daher nicht patentfahig.



Mit dem Patentanspruch 1 fallen — aufgrund der Antragsbindung (BGH GRUR
1997, 120, 122 — "Elektrisches Speicherheizgerat" mwNachw) — notwendigerweise

auch die darauf zuriickbezogenen nachgeordneten Patentanspriche.

Dr. Beyer Dr. Meinel Knoll Lokys
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